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Nagypéldák : 

1. Hullámforrasztás lépései felületszerelt alkatrész esetén, hőprofil felrajzolása. 

 

Folyasztószer felvitele : habosítás, permetezés 

Előmelegítés : infrasugárzásm kényszerkonvekció 

Forrasztás : Omega hullám, kettős hullám. 

Kettős hullám :      

Chip hullám: turbulens, gyors áramlási sebesség, biztosítja a kontaktusfelületekre a szükséges 

forrasz mennyiséget. 

 

λ hullám: lamináris, lassú áramlási sebesség eltávolítja a forrasztöbbletet és megszünteti az 

esetleges zárlatokat. 

 

Hőprofil:  



 

 

2. Flip chip technológia, UBM rétegszerkezet. 

 

 

 



 

 

 

 

AZ „UNDER BUMP METALLIZATION”  

(UBM) SZERKEZETE : 

 

Bump= golyó alakú kivezetés. A chip kontaktus felületeire (pad-jeire) a golyó megtapadása 

érdekében vékonyréteg szerkezetet visznek fel. 

UBM = Under Bump Metalization 

 

Az UBM rétegszerkezete 

• AlSi kontakt réteg 

• tapadó réteg (Cr, Ti, TiW, ...) 

• elválasztó réteg (Cu, Ni, Pd) 

• köthető réteg (Au, Cu) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

3.  Rétegleválasztás. CVD és PVD ismertetése, összehasonlítása. 

 

Rétegleválasztás: olyan eljárás, mely során a hordozóra (szubsztrátra) nagy felületű, de 

laterális méretéhez viszonyítva nagyságrendekkel kisebb vastagságú, egyenletes réteget 

viszünk fel. 

 

 
 



 
 

 

Kiskérdések 

1. Ábrán a részek megnevezése : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Milyen előnyös/hátrányos tulajdonságai vannak a SMD/furatszerelt technológiának? 

 

Furatszerelt (hátrányok) SMD (előnyök) 

 A szerelőlemez mindkét oldalát igénybe 

veszi 

 Nagy az alkatrészek helyfoglalása 

 Mivel az alkatrészeket sokféle kivitelben 

gyártják, illetve pontatlanok a 

lábtávolságok, nehezen automatizálható 

a beültetés 

 Azonos funkciós mellett Sokkal kisebb 

méret 

 Egy alkatrész csak egy oldalt vesz 

igénybe 

 Nagyobb a felületegységre eső funkciók 

száma 

 Könnyen automatizálható a beültetés 

 

 

 

 

 

3. Beültetőfej kialakitások összehasonlitása 

 

Pick and place Collect and place 

 Lassú, de nagyon pontos 

 Finom raszterosztású IC-k beültetésére 

 Egyszerre 1 alkatrész mozgatása 

 Sebesség: ~14 000 alkatrész/óra 

 Gyors, de kevésbé pontos 

 Kis méretű, főleg passziv SMD 

alkatrészek beültetésére 

 Egyszerre több alkatrészt mozgatása 

 Sebesség: ~40 000-90 000 alkatrész/óra 

  



3. Pick and place ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Újraömlesztéses forrasztás hőprofilja 

 

 

5.  Tokozási típusok összehasonlitása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Anizotróp ragasztó ismertetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Direkt és Indirekt sávszerkezet ábrával . 

 

 

8. SI egykristály növesztésének 4 lépése. 

 

 



 

9. Bridgman-Stockenbarger eljárás ismertetése, rajzzal. 

 

10. Maratás típusai rajzzal. 

 


